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前言

　　现代电子产品制造是连接现代电子产品设计和市场营销之间的桥梁，任何一种先进的产品设计，
均需经过产品制造这一环节，变成设计所赋予的全部功能的产品实体后，再通过市场营销手段转变为
社会商品。
显然产品制造是一个企业生产实践活动的核心，是企业赢取利润的重要环节。
　　随着芯片封装技术多功能化和微小型化日新月异地发展，现代电子产品制造技术已与传统电子产
品制造技术有了很大的不同，这种不同就在于前者中的板级电子装联部分越来越占据主导地位，它成
了决定现代电子产品制造质量好坏和制造可靠性高低的基础。
　　现代电子装联工艺技术，是研究如何以最优化的工艺流程，最适宜的工艺技术手段，力求以最低
的成本，最少的人力、物力消耗，以最快的时间来响应市场的需求，向社会提供制造质量好、可靠性
高的现代化的电子产品的一门技术。
因此可以说：产品的高质量、低成本既是设计出来的，更是制造出来的。
　　产品制造中的高质量、低成本策略的实施，要以人为本。
造就一批既精通现代电子装联技术理论，又有丰富实践经验的现代电子装联工艺工程师群体，是企业
工艺文化的核心，是市场竞争的需求，也是企业产品不断发展与创新的需要。
　　笔者根据现代电子产品生产实际的需要，组织撰写了这套“现代电子装联工艺技术丛书”，目的
是让电子装联工艺工程师们，在面对现代电子产品生产制造过程中的问题时，不仅知道如何去处理，
还要知道为什么要这样处理。
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内容概要

　　 本书讨论了现代电子产品生产过程中工艺过程控制的重要性，并以人、机、料、法、测、环等六
大因素为对象，就工艺过程控制的基础技术理论、内容、方法和目标作了较全面的分析。
旨在为从事现代电子产品制造的工艺工程师、质量工程师、生产计划管理工程师、物料管理工程师等
，提供一本实践性较强的、理论和实践紧密结合的参考性读物。
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章节摘录

　　3.8.2 加速老化处理控制为了使电子元器件用户能用加速老化的方法来检查储存后元器件的可焊性
，且只有那些在老化处理后仍保持良好可焊性的元器件引脚，在室温下长期储存的可焊性才不会有明
显的下降，因此，人们想出了各种加速老化处理的办法，作为鉴定保管期间可焊性历时变化的参考。
　　1.国际电工委员会推荐的老化方法　　为筛选一种最适宜的加速老化处理方法，以断定那些具有
代表性的镀层经长期存放后可焊性的好坏，国际电工委员会推荐的老化方法中，包括1h和4h的蒸汽老
化，155℃、16h的高温老化和10d的恒定湿热老化等几种。
湿热老化和蒸汽老化的主要影响是表层氧化和腐蚀，而155℃的高温老化除了使基体金属表层氧化之外
，还将大大加速合金层的形成。
显然高温老化对可焊性的影响最为严重，其次是10d的湿热老化和4h的蒸汽老化。
对于1h的蒸汽老化，按照美国军标MII，STD-202F试验方法208D中的规定，至少相当于在具有各种退
化效应的综合储存条件下6个月的自然老化量。
　　2.国内相关标准规定的试验方法　　（1）蒸汽加速老化试验　　蒸汽加速老化试验是把样品悬挂
在沸腾的蒸馏水面上，距离水面为25±5mm上方，老化时间不小于2h。
据有关资料称，蒸汽加速老化试验2h的可焊性劣化程度与在无工业气体的储存室中，无包装自然储
存25个月后的可焊性是等效的。
显然要预测2年后引线的可焊性，只需进行2h的蒸汽加速老化即可。
　　（2）稳态湿热加速老化试验　　稳态湿热加速老化试验是把样品放入潮湿箱中，温度为40℃，湿
度为93％±3％RH，老化时间根据使用要求确定。
稳态潮湿老化10d和在无工业气体的储存室中，无包装储存25个月后的可焊性是等效的。
　　⋯⋯
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